
CREEPOVÉ LABORATÓRIUM 
na oddelení Konštrukčnej keramiky  

Laboratórium je zamerané na mechanické testovanie 
progresívnych keramických materiálov pri teplotách do 
1500°C. Laboratórium obsahuje 3 ks pákových creepových 
rámov. Každý rám obsahuje pec pre meranie pri zvýšenej sa 
teplote.  

 
Metódy testovania: 
�  Štvorbodový creep v ohybe, tlakový a indentačný 

creep do 1500°C 
�  Meranie vysokoteplotnej ohybovej pevnosti do 

1500°C 
�  Meranie rastu trhliny pri zvýšenej teplote do 1500°C 
�  Meranie odolnosti voči tepelným šokom 

 Módy testovania creepu:  

      Creep v ohybe                   Tlakový Creep                 Indentačný Creep 
 
Zariadenie: 
 

- HTTF-1 (SSL) pec – zariadenie na meranie ohybovej 
penvosti keramických materiálov, podrobené zaťaženiu 
v intervale hodnôt od 0.25 do 1.0 kN pri teplote do 
1500°C, v ochrannej atmosphere.  

 

- HTTF-2 (SSL) pec – zariadenie na meranie rastu trhlín 
do 1500°C pri zaťažení  1 kN. 

 
- HTTF-2 pec – zariadenie na meranie reepu pri zaťažení  

1 kN pri teplote do 1500°C. Pec je vybavená 
kontinuálnym systémom zaťaženia pri vysokých 
teplotách.   

 

KERAMOGRAFICKÉ LABORATÓRIUM 
na oddelení Konštrukčnej keramiky  

Laboratórium je vybavené základnými prístrojmi na vlastnú 
prípravu vzoriek, ktorá je nutná, aby boli pravdivo 
pozorované, identifikované, dokumentované a merané 
mikroštruktúry.  
 
Vybavenie:  

Nízkootáčkový rezací stroj – najčastejšie používaný s 
diamantovým rezacím kotúčom, pre veľmi krehké keramické 
materiály. 

 

 

Brúska a leštička (Planopol Pedemax Struers) pre 
manuálnu alebo poloautomatickú prípravu keramických 
vzoriek. Zariadenie umožňuje leštenie materiálov s rôznou 
pevnosťou a húževnatosťou pomocou leštiacich platní a 
diamantových suspenzií od 15 µm do 0.25 µm. 

 

Zariadenie na prípravu tenkých fólií pre pozorovanie na 
TEM,).  

Ďalšie zariadenia, potrebné na prípravu vzoriek : 
- Ultrazvuková vyrezávačka diskov – umožňuje 

rezanie 2.3 a 3mm (priemer) TEM diskov  
- Brúska diskov – zmenšuje hrúbku TEM diskov na 

100 µm  
- Jamkovacia brúska – zmenšuje hrúbku strednej 

časti TEM diskov na približne 20 µm 
 
 
 

 

      Ultrazvuková                  Brúska diskov
        Jamkovacia brúska 
   vyrezávačka diskov 


